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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流動状態の絶縁層の内部に電子部品を押込み、該絶縁層の内部に電子部品の一部が挿入
され、他の部分は該絶縁層の外部に突出して露出するように該電子部品を実装するステッ
プと、
　前記絶縁層を硬化させ、前記電子部品を固定するステップと、
　前記電子部品の露出表面を含めて前記絶縁層の上面に金属シード層を設けるステップと
、
　前記金属シード層の上にメッキ層を設けるステップと、
　前記絶縁層の前記電子部品のパッドと対応する位置にビアホールを設け、該パッドと電
気的に導通される回路パターンを設けるステップと、
　前記回路パターンと電気的に接続されるビアホールが設けられたソルダーレジスト層を
設けるステップと
　を含む電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法。
【請求項２】
　前記ソルダーレジスト層を設けるステップの後に、
　前記回路パターンと電気的に接続された前記ビアホールの形成個所にソルダーボールを
設けるステップを、さらに含むことを特徴とする請求項１に記載の電子部品組込み型印刷
回路基板の製造方法。
【請求項３】
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　前記絶縁層は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ＵＶ硬化樹脂またはこれらの混合樹脂か
ら成ることを特徴とする請求項１に記載の電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法。
【請求項４】
　前記絶縁層及び前記電子部品のうちのいずれか一つが、選択的に加熱され、前記電子部
品の押込み時に前記絶縁層に流動性が与えられるようにしたことを特徴とする請求項１に
記載の電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法。
【請求項５】
　前記流動状態の絶縁層の内部に電子部品を押込み、該絶縁層の内部に電子部品の一部が
挿入され、他の部分は該絶縁層の外部に突出して露出するように該電子部品を実装するス
テップにて、
　前記絶縁層の下面に金属材質のテープまたはホイルが設けられることを特徴とする請求
項１に記載の電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法。
【請求項６】
　前記流動状態の絶縁層の内部に電子部品を押込み、該絶縁層の内部に電子部品の一部が
挿入され、他の部分は該絶縁層の外部に突出して露出するように該電子部品を実装するス
テップにて、
　前記電子部品は、その上面が真空の押込み手段で吸着され、押込み力調節によって前記
絶縁層上に一部のみが埋め込まれるように実装されることを特徴とする請求項１に記載の
電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法。
【請求項７】
　前記流動状態の絶縁層の内部に電子部品を押込み、該絶縁層の内部に電子部品の一部が
挿入され、他の部分は該絶縁層の外部に突出して露出するように該電子部品を実装するス
テップにて、
　前記絶縁層において前記電子部品寄りにピットが設けられるようにしたことを特徴とす
る請求項６に記載の電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法。
【請求項８】
　前記絶縁層が熱可塑性樹脂から成り、
　前記絶縁層を硬化させ、前記電子部品を固定するステップの後に、
　前記絶縁層を再加熱し、前記電子部品を分離することによって前記電子部品の再使用を
可能にしたことを特徴とする請求項１に記載の電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法
。
【請求項９】
　前記金属シード層は、蒸着、無電解メッキまたはスパッタリングで薄い金属膜によって
設けられることを特徴とする請求項１に記載の電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法
。
【請求項１０】
　前記メッキ層は、電解メッキによって所定の厚さに設けられ、銀または銅の金属材質か
ら成ることを特徴とする請求項１に記載の電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法。
【請求項１１】
　流動状態の絶縁層の内部に電子部品を押込み、該絶縁層の内部に電子部品の一部が挿入
され、他の部分は該絶縁層の外部に突出して露出するように該電子部品を実装するステッ
プと、
　前記絶縁層を硬化させ、前記電子部品を固定するステップと、
　前記電子部品の露出表面を含めて前記絶縁層の上面に伝導性ペースト層を設けるステッ
プと、
　前記絶縁層の前記電子部品のパッドと対応する位置にビアホールを設け、該パッドと電
気的に導通される回路パターンを設けるステップと、
　前記回路パターンと電気的に接続されるビアホールが設けられたソルダーレジスト層を
設けるステップと
　を含む電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法。
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【請求項１２】
　前記ソルダーレジスト層を設けるステップの後に、
　前記回路パターンと電気的に接続された前記ビアホールの形成個所にソルダーボールを
設けるステップを、さらに含むことを特徴とする請求項１１に記載の電子部品組込み型印
刷回路基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記絶縁層は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ＵＶ硬化樹脂またはこれらの混合樹脂か
ら成ることを特徴とする請求項１１に記載の電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記流動状態の絶縁層の内部に電子部品を押込み、該絶縁層の内部に電子部品の一部が
挿入され、他の部分は該絶縁層の外部に突出して露出するように該電子部品を実装するス
テップにて、
　前記絶縁層の下面に、金属材質のテープまたはホイルが設けられることを特徴とする請
求項１１に記載の電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記絶縁層が熱可塑性樹脂から成り、
　前記絶縁層を硬化させ、前記電子部品を固定するステップの後に、
　前記絶縁層を再加熱し、前記電子部品を分離することによって該電子部品の再使用を可
能にしたことを特徴とする請求項１１に記載の電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法
。
【請求項１６】
　前記伝導性ペースト層は、熱伝導効率の良いペーストと接着剤とが混合された形態の銀
ペーストまたは銅ペーストから成ることを特徴とする請求項１１に記載の電子部品組込み
型印刷回路基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品組込み型印刷回路基板及びその製造方法に関するものであり、より
詳細には、絶縁層にその一部が埋め込まれるチップ寄りに絶縁体の流動性を調節してピッ
ト（ｐｉｔ）が設けられることによって、熱放出の効率が向上し、熱可塑性樹脂系列の絶
縁層の場合、その一部が絶縁層に埋め込まれたチップの再活用を可能にした電子部品組込
み型印刷回路基板及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多機能性及び小型パッケージを具現するための技術として、多様な形態の電子素
子が組み込まれた印刷回路基板の開発が注目されている。
【０００３】
　現在の大部分の印刷回路基板（ＰＣＢ）の表面には、チップ抵抗（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　
Ｃｈｉｐ　Ｒｅｓｉｓｔｏｒ）やチップキャパシタ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｃｈｉｐ　Ｃａ
ｐａｃｉｔｏｒ）が個別に実装されている。特に、最近の電子素子が組み込まれた印刷回
路基板の製造方法によれば、新たな材料及び工程を用いて基板の内層に抵抗またはキャパ
シタなどのチップ部品を挿入している。これは、表面に実装された既存のチップ抵抗及び
チップキャパシタなどの受動部品の役割を代替するものである。
【０００４】
　このような電子素子組込み基板は、多機能性及び小型化の長所と併せて高機能化の側面
も有している。換言すれば、これはフリップチップやＢＧＡ（ｂａｌｌ　ｇｒｉｄ　ａｒ
ｒａｙ）で使われるワイヤボンディングまたはソルダーボールを用いた電子素子の電気的
接続過程において生じ得る信頼性の問題を改善することができる方法であると言える。
【０００５】
　従来、ＩＣなどの電子素子組込み方法においては、コア基板の一面やビルドアップ（ｂ
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ｕｉｌｄ－ｕｐ）層の一面にのみ電子素子が組み込まれる構造を採用していたため、熱応
力環境下で、反り現象に脆弱な非対称形に構成されざるを得なく、電子素子が位置した方
向に基板が反るという問題がある。
【０００６】
　そのため、一定の厚さ以上の電子素子に対しては、組込みが不可能であるという限界が
存在していた。また、印刷回路基板に用いる積層部材が電気絶縁性を有するため、一定の
厚さ以下には製作することができないという限界がある。この場合、反り現象を防止する
ための臨界厚さは、材料の特性によって本質的に制限を受けるようになる。
【０００７】
　前述のような従来の電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法について簡略に述べる。
まず、ガラスクロス（ｇｌａｓｓ　ｃｒｏｓｓ）にプリプレグ（ｐｒｅｐｒｅｇ）を積層
硬化させたコア基板を準備し、該コア基板に実装されるべき電子部品の大きさに対応する
大きさの貫通孔を設ける。
【０００８】
　次に、該コア基板に設けられた貫通孔に電子部品を挿入し、該電子部品が挿入された該
貫通孔内に充填剤を充填する。そして、該充填剤を１０分ほど硬化させて電子部品を固定
し、該充填剤及び該コア基板を、研磨紙を用いて研磨し、電子部品を露出する。
【０００９】
　その後、その電子部品上に樹脂絶縁層を積層し、レーザ加工または穴開け加工によって
ビアホールを設ける。そして、その絶縁層上に無電解メッキまたは電解メッキを行ってメ
ッキ層を設け、エッチングによるレジストパターンを設けることによって、所定の回路パ
ターンの設けられた電子部品組込み型印刷回路基板を製作する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　このような形態で製作される電子部品組込み型印刷回路基板は、絶縁層から成るコア基
板の内部に電子部品が埋め込まれる形態で構成されるため、該電子部品から発生する熱が
外部に円滑に排出されないという問題が指摘されている。
【００１１】
　また、従来の印刷回路基板は、コア基板に設けられた貫通孔内に挿入され、充填剤によ
って固設されるため、電子部品の実装不良が発生した場合、高価な電子部品を廃棄処分し
なければならなく、製造費用の損失が増加するという短所がある。
【００１２】
　また、コア基板に電子部品を実装するための貫通孔を一定な大きさに製作しなければな
らないため、工程上の損失及び作業効率が低下するという問題がある。
【００１３】
　本発明は上記の問題点に鑑みて成されたものであって、本発明の目的の一つは、コア層
をなす絶縁層の流動性を用いて、電子部品の一部を露出するように取り付け、該露出され
た電子部品の表面を覆いかぶせるメッキ層を設けることによって、電子部品の放熱特性を
最大化すると共に、基板のコア層とこれに接するメッキ層との境界に電子部品が位置する
ことによって、印刷回路基板の厚さを減らすことができるようにした電子部品組込み型印
刷回路基板を提供することである。
【００１４】
　また、本発明の他の目的は、コア層を構成する絶縁層に別のキャビティを設けることな
く、電子部品または絶縁層の選択的な加熱による絶縁層の流動性を用いて電子部品を実装
し、該絶縁層が熱可塑性樹脂の場合、絶縁層にその一部が埋め込まれている電子部品の再
活用を可能にした電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を解決するために、本発明の一つの好適な実施の形態によれば、コア層となる
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絶縁層と、該絶縁層の上部に、その一部が突出するように埋設された電子部品と、前記電
子部品の突出表面を含めて前記絶縁層上に設けられた金属シード層と、該金属シード層上
に設けられるメッキ層と、前記絶縁層に設けられたビアホールを介して前記電子部品のパ
ッドと電気的に接続される回路パターンと、前記絶縁層上に設けられ、前記回路パターン
と電気的に接続されたビアホール上にソルダーボールが付着されたソルダーレジスト層と
を含む電子部品組込み型印刷回路基板が提供される。
【００１６】
　前記絶縁層は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂またはＵＶ硬化樹脂のうちのいずれか一つ
から構成されることができる。
【００１７】
　前記電子部品は、真空プレスなどの吸着装置に密着結合され、所定の圧力で絶縁層上に
押込まれることによって、前記絶縁層上にその一部が露出するように埋設されてもよい。
【００１８】
　ここで、前記電子部品及び前記絶縁層のうちのいずれか一つは選択的に加熱され、前記
電子部品と前記絶縁層とが結合する時、該絶縁層が流動性を有するようにしてもよい。
【００１９】
　前記絶縁層には、電子部品の押込み時、該電子部品寄りにピット（ｐｉｔ）を設けるこ
とができ、前記電子部品の露出表面及び前記絶縁層上に金属シード層を設ける時、前記ピ
ットを含めて電子部品の露出表面を覆いかぶせるような金属シード層を設けることもでき
る。
【００２０】
　また、前記絶縁層が熱可塑性樹脂から成る場合、該熱可塑性樹脂の硬化前または冷却に
よる該熱可塑性樹脂の硬化後、熱可塑性樹脂を再加熱し、電子部品を取り外すことができ
、電子部品の再活用が可能である。
【００２１】
　また、前記金属シード層は、絶縁層に露出された電子部品の表面に設けられてもよく、
前記金属シード層上に所定の厚さのメッキ層が設けられてもよい。
【００２２】
　ここで、前記金属シード層は、蒸着、無電解メッキまたはスパッタリングによって設け
られることができ、前記金属シード層に設けられるメッキ層は、電解メッキによって設け
られることができる。
【００２３】
また、本発明の他の好適な実施の形態によれば、流動状態の絶縁層の内部に電子部品を押
込み、該絶縁層の内部に電子部品の一部が挿入され、他の部分は該絶縁層の外部に突出し
て露出するように該電子部品を実装するステップと、前記絶縁層を硬化させ、前記電子部
品を固定するステップと、前記電子部品の露出表面を含めて前記絶縁層の上面に金属シー
ド層を設けるステップと、前記金属シード層の上にメッキ層を設けるステップと、
前記絶縁層上に前記電子部品のパッドと対応する位置にビアホールを設け、該パッドと電
気的に導通される回路パターンを設けるステップと、前記回路パターンと電気的に接続さ
れるビアホールが設けられたソルダーレジスト層を設けるステップとを含む電子部品組込
み型印刷回路基板の製造方法が提供される。
【００２４】
　前記ソルダーレジストを設けるステップの後に、前記印刷回路基板を直接実装するため
に、前記回路パターンと電気的に接続されたビアホールの形成個所にソルダーボールを設
けるステップをさらに含むでもよい。
【００２５】
　また、前記絶縁層に電子部品を実装するステップにおいて、前記電子部品が実装される
絶縁層の下面には、電子部品及び絶縁層のうちのいずれか一つの選択的加熱時、前記絶縁
層の柔軟性を保持させるために金属材質のテープまたはホイルが付着されてもよい。
【発明の効果】
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【００２６】
　前述のように、本発明によれば、金属シード層と金属材質のメッキ層とが絶縁層に実装
された電子部品の露出表面全体を覆いかぶせているので、電子部品の放熱特性を最大化す
ると共に、印刷回路基板の厚さを最小化することができるという長所がある。
【００２７】
　また、本発明によれば、絶縁層が熱可塑性樹脂から成る場合、工程不良の発生時、電子
部品の再活用が可能なため、製品単価を節減することができるという効果が奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明のさらに他の目的、本発明によって得られる利点は、以下において図面を参照し
て説明される実施の形態から一層明らかになるであろう。
【００２９】
＜電子部品組込み型印刷回路基板＞
　まず、図１は、本発明の一実施の形態による電子部品組込み型印刷回路基板の断面図で
ある。同図のように、本発明の実施の形態による電子部品組込み型印刷回路基板１００は
、絶縁層１１０と、該絶縁層１１０にその一部が埋め込まれている電子部品１２０と、絶
縁層１１０に設けられたメッキ層１４０と、絶縁層１１０に設けられた回路パターン１１
４と、回路パターン１１４と絶縁されるソルダーレジスト層１５０とから構成される。
【００３０】
　絶縁層１１０は、例えば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ＵＶ硬化樹脂またはこれらの
混合樹脂から成り、絶縁層１１０上に電子部品１２０の一部が突出するように埋設される
。
【００３１】
　絶縁層１１０に埋設された電子部品１２０は、その下面に設けられたパッド１２１が絶
縁層１１０上に設けられたビアホール１１３を介して回路パターン１１４と電気的に接続
され、絶縁層１１０上に露出された部分は、金属材質のメッキ層１４０が直接密着する金
属シード層１３０が覆いかぶせるような構造でなされている。
【００３２】
　ここで、金属シード層１３０は、絶縁層１１０に露出された電子部品１２０の表面を含
めて絶縁層１１０の上面全体に設けられる。
【００３３】
　また、金属シード層１３０上には、金属材質からなるメッキ層１４０が設けられ、電子
部品１４０の露出表面に接触した金属シード層１３０及びメッキ層１４０は、金属材質の
特性によって電子部品１２０から発生する熱がこれらの金属シード層１３０及びメッキ層
１４０を介して外部に容易に発散できるようにする。
【００３４】
　より詳しくは、絶縁層１１０にその一部が埋め込まれる形態で取り付けられた電子部品
１２０は、埋め込まれた所を除いた部分が絶縁層１１０の上部に突出するように設けられ
、絶縁層１１０上に突出した部位である電子部品１２０の上面及び側面一部が金属シード
層１３０及びメッキ層１４０で取り囲まれるような形態で構成される。
【００３５】
　つまり、電子部品１２０が絶縁層１１０とメッキ層１４０との境界面に埋め込まれるこ
とによって、絶縁層の内部に完全に埋設された形態の従来印刷回路基板に比べて、金属材
質であるメッキ層１４０との接触面積を最大化することができ、電子部品１２０から発生
する熱が金属シード層１３０とメッキ層１４０との接触部位を介して外部に放出され、そ
の放出効率を最大化することができる。
【００３６】
　電子部品１２０は、絶縁層１１０の仮硬化状態で吸着装置（図示せず）の押込みによっ
てその上部が露出するように取り付けられ、絶縁層１１０を仮硬化状態に保持するため、
絶縁層１１０及び電子部品１２０のうちのいずれか一つを所定の温度、即ち電子部品１２
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０が絶縁層１１０に押込みによって取り付けられるに適当な程度の流動性が備えられるよ
うな温度で選択加熱する。
【００３７】
　ここで、絶縁層１１０の下面には、絶縁層１１０の加熱によって流動性を有する場合、
その形態を保持するため、金属材質のテープまたはホイル（ｆｏｉｌ）１１１（図２～図
７参照）を付着してもよく、ホイル１１１は、電子部品１２０の放熱のためのメッキ層１
４０の形成後回路形成時に、エッチングなどによってビアホール１１３と接続された回路
パターン１１４として構成されることができる。
【００３８】
　一方、絶縁層１１０は、別の吸着装置によって、電子部品１２０が所定の圧力で押込ま
れる時、電子部品１２０寄りの絶縁層１１０上に電子部品１２０の押込み力によるピット
（ｐｉｔ）１１２が設けられるようにすることができる。
【００３９】
　絶縁層１１０に設けられたピット１１２は、絶縁層１１０の流動性を調節するための加
熱温度の調整時や樹脂選択時の粘度調節によって、電子部品１２０の押込み時に設けられ
るようにすることができる。
【００４０】
　絶縁層１１０に電子部品１２０を取り付ける際にピット１１２が電子部品１２０寄りに
設けられるようにする理由は、電子部品１２０の表面への金属シード層１３０の形成時、
ピット１１２の内部にも金属シード層１３０が成長することができるようにし、電子部品
１２０と金属シード層１３０との接触面積を少しでも増やして、電子部品１２０の放熱特
性が向上するようにするためである。
【００４１】
　このような構成を有する本実施の形態の印刷回路基板１００は、前述のように、絶縁層
１１０が多様な形態の絶縁性樹脂、例えばＬＣＰ、ＡＢＦ、ＰＲ、ＰＳＲ、液状ＰＩなど
の熱硬化性、熱可塑性、ＵＶ硬化樹脂などから成ることができ、この中から、熱可塑性樹
脂から成る場合、電子部品１２０の再活用が可能である。
【００４２】
　つまり、絶縁層１１０にその一部が突出するように電子部品１２０を実装し、絶縁層１
１０を硬化させた後、後の工程で印刷回路基板１００が製作される時、該後の工程の不良
が発生する場合、熱可塑性樹脂から成った絶縁層１１０を再可熱することによって、絶縁
層１１０から電子部品１２０を分離して再使用を可能にしたものである。
【００４３】
　従って、絶縁層１１０を、熱可塑性樹脂を用いて設ける場合には、電子部品１２０の再
活用が可能なことから、高価な電子部品１２０で電子部品組込み用印刷回路基板を製作す
ることができる。
【００４４】
　一方、絶縁層１１０と接して電子部品１２０の発生熱を外部に放出するためのメッキ層
１４０は、伝導性ペーストに代替できる。即ち、該伝導性ペーストは熱伝導性能によって
電子部品１２０から発生する熱を外部に放熱させるためのものであり、絶縁層１１０上と
電子部品１２０の露出表面上とに伝導性ペーストを直接覆蓋し、これを硬化させることに
よって、熱放出のための伝導性ペースト層を構成することができる。
【００４５】
　前記伝導性ペーストは、熱伝導効率の比較的良いペーストと接着剤とが混合された形態
で構成されることが望ましく、主に銀（Ａｇ）ペーストまたは銅（Ｃｕ）ペーストで構成
されることが望ましい。
【００４６】
　その後、回路パターン１１４が設けられた絶縁層１１０の一面には、通常の多層印刷回
路基板製造工程によってビアホール１５１が備えられたソルダーレジスト層１５０が設け
られ、該ビアホール１５１に個別にソルダーボール１６０が設けられる。
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【００４７】
＜第１の実施の形態による電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法＞
　図２～図８は、本発明の第１の実施の形態による電子部品組込み型印刷回路基板の製作
工程を示す断面図である。
【００４８】
　図示されるように、本発明の実施の形態による印刷回路基板製造方法はまず、樹脂形態
で構成された絶縁層１１０の上部において、その下面に多数のパッド１２１が設けられた
電子部品１２０をフェースダウン（ｆａｃｅ　ｄｏｗｎ）形態で押込んで実装する。
【００４９】
　絶縁層１１０は、例えば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ＵＶ硬化樹脂またはこれらの
混合樹脂で構成でき、絶縁層１１０及び電子部品１２０のうちのいずれか一つが所定の温
度で加熱されることによって、電子部品１２０の押込み時に、絶縁層１１０に流動性を与
えることができるようにする。
【００５０】
　ここで、絶縁層１１０は、流動性が与えられた場合、その形態を保持させるために、下
面に金属材質のテープまたはホイル１１１が設けられてもよい。
【００５１】
　絶縁層１１０に埋設される電子部品１２０は、その上面が真空の押込み手段２００に吸
着されて絶縁層１１０の上部から押込まれ、押込み手段２００の押込み力を調節し、絶縁
層１１０上に別途のキャビティなしに流動性のみを用いて電子部品１２０の一部のみが埋
め込まれるように実装される。
【００５２】
　併せて、絶縁層１１０に電子部品１２０の下部一部が埋め込まれるように実装する際、
電子部品１２０寄りにピット（ｐｉｔ）１１２が設けられるようにする。
【００５３】
　ピット１１２は、絶縁層１１０を構成する樹脂の選択時、ピット１１２が生成されるこ
とができる粘度特性が発現されるような樹脂を選択して絶縁層１１０を構成することが望
ましい。
【００５４】
　続いて、電子部品１２０が実装された絶縁層１１０を硬化させ、電子部品１２０の一部
が絶縁層１１０上に露出したままで固定されるようにする。この時、絶縁層１１０を構成
する樹脂の種類によって硬化工程が変わってもよいが、熱可塑性樹脂の場合には、常温で
自然冷却がなされるようにし、熱硬化性樹脂またはＵＶ樹脂の場合には、主にＵＶを照射
して、絶縁層１１０の完全な硬化がなされるようにする。
【００５５】
　ここで、絶縁層１１０が熱可塑性樹脂から構成される場合、絶縁層１１０の硬化後、電
子部品１２０の固定位置が外れるかまたは工程不良が発生した時、絶縁層１１０を再加熱
して再び流動性を与えることによって、絶縁層１１０上から電子部品１２０を分離して再
使用を可能にすることができる。
【００５６】
　次に、絶縁層１１０の上面と絶縁層１１０上に突出した電子部品１２０の露出表面とに
、金属シード層１３０を設ける。
【００５７】
　金属シード層１３０は、スパッタリングまたは無電解メッキなどの工程によって薄い金
属膜として設けられることが望ましく、電子部品１２０寄りの絶縁層１１０に設けられた
ピット１１２の内側面上にも一括して設ける。
【００５８】
　絶縁層１１０にピット１１２を設け、該ピット１１２の内側面を含めてピット１１２内
の電子部品１２０側面まで金属シード層１３０が設けられるようにする理由は、前述のよ
うに、電子部品１２０の露出上面だけでなく、側面に接触する金属シード層１３０との接
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触面積を増やし、放熱特性が最大化されることができるようにするためである。
【００５９】
　続いて、前記金属シード層１３０上にメッキ層１４０を設ける。メッキ層１４０は、電
解メッキによって金属シード層１３０上に所定の厚さに設けられる。
【００６０】
　メッキ層１４０は、熱伝導効率のよい金属材質によって設けられることが望ましく、主
に銀（Ａｇ）や銅（Ｃｕ）などによって設けられ、電子部品１２０から発生した熱が金属
シード層１３０を介してメッキ層１４０に伝達されて外部に放出されるようにする。
【００６１】
　メッキ層１４０は、金属シード層１３０を媒介体として電子部品１２０の表面と直接接
触することによって、電子部品１２０の熱放出効率が向上するようにする役割をする。
【００６２】
　その後に、絶縁層１１０上であって、電子部品１２０のパッド１２１と対応する位置に
ビアホール１１３を設け、パッド１２１と電気的に導通される回路パターン１１４を設け
る。
【００６３】
　そして、回路パターン１１４が設けられた絶縁層１１０に多層印刷回路基板の通常の製
造工程を適用してソルダーレジスト層１５０を設け、該ソルダーレジスト層１５０に回路
パターン１１４と電気的に接続されるビアホール１５１を設けた後、該ビアホール１５１
の形成個所に個別に基板の実装のためのソルダーボール１６０を設け、電子部品の組み込
まれた印刷回路基板１００が製作される。
【００６４】
＜第２の実施の形態による電子部品組込み型印刷回路基板の製造方法＞
　図９～図１３はそれぞれ、本発明の第２の実施の形態による電子部品組込み型印刷回路
基板の製造工程を示す断面図である。
【００６５】
　本実施の形態による電子部品組込み型印刷回路基板において、第１の実施の形態と同一
の製造工程及び構成要素に対しては、最大限重複説明をせずに、同一の構成要素に対して
は同一符号を付して示す。
【００６６】
　図示のように、本実施の形態による電子部品組込み型印刷回路基板１００はまず、絶縁
層１１０の上部から、その下面に多数のパッド１２１が備えられた電子部品１２０を真空
の押込み手段２００によって該電子部品１２０の上部が絶縁層１１０上に突出するように
埋設する。
【００６７】
　ここで、絶縁層１１０は、流動性が与えられる場合、その形態を保持させるために、そ
の下面に金属材質のテープまたはホイル（ｆｏｉｌ）１１１が設けられてもよい。
【００６８】
　続いて、電子部品１２０が実装された絶縁層１１０を硬化させ、電子部品１２０の一部
が絶縁層１１０上に露出したままで固定されるようにする。
【００６９】
　ここで、絶縁層１１０が熱可塑性樹脂から構成される場合、絶縁層１１０の硬化後、電
子部品１２０の固定位置が外れるかまたは工程不良が発生した時、絶縁層１１０を再加熱
して再び流動性を与えることによって、絶縁層１１０上から電子部品１２０を分離して再
使用を可能にすることができる。
【００７０】
　次に、絶縁層１１０上と絶縁層１１０上に突出した電子部品１２０の露出表面上とに伝
導性ペースト層１７０を設けた後、これを硬化させる。
【００７１】
　伝導性ペースト層１７０は、熱伝導効率のよいペーストである銀（Ａｇ）ペーストや銅
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（Ｃｕ）ペーストなどによって設けられ、電子部品１２０から発生した熱が伝導性ペース
ト層１７０に伝達されて外部に放出されるようにする。
【００７２】
　伝導性ペースト層１７０は、スクイズ方式またはスクリーンプリンティング方式によっ
て簡単に設けられることができ、絶縁層１１０と電子部品１２０の表面とが直接接触する
ことによって、電子部品１２０の熱放出効率が向上するようにする役割をする。
【００７３】
　このように伝導性ペースト層１７０を絶縁層１１０と電子部品１２０の表面とに一括し
て設ける時、第１の実施の形態におけるメッキ層１４０の形成工程に比べて、工程が簡単
でかつ安価で伝導性ペースト層を設けることができ、印刷回路基板の全体的な製造費用を
節減することができる。
【００７４】
　その後、絶縁層１１０上であって、電子部品１２０のパッド１２１と対応する位置にビ
アホール１１３を設け、前記パッド１２１と電気的に導通される回路パターン１１４を設
ける。
【００７５】
　そして、回路パターン１１４が設けられた絶縁層１１０に多層印刷回路基板の通常の製
造工程を適用してソルダーレジスト層１５０を設け、該ソルダーレジスト層１５０に回路
パターン１１４と電気的に接続されるビアホール１５１を設けた後、該ビアホール１５１
の形成個所に個別に基板の実装のためのソルダーボール１６０を設けて、電子部品の組み
込まれた印刷回路基板１００が製作される。
【００７６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、前記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれるこ
とが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の一実施の形態による電子部品組込み型印刷回路基板の断面図である。
【図２】本発明の他の実施の形態による電子部品組込み型印刷回路基板の製作工程を示す
断面図である。
【図３】電子部品組込み型印刷回路基板の製作工程を示す断面図である。
【図４】電子部品組込み型印刷回路基板の製作工程を示す断面図である。
【図５】電子部品組込み型印刷回路基板の製作工程を示す断面図である。
【図６】電子部品組込み型印刷回路基板の製作工程を示す断面図である。
【図７】電子部品組込み型印刷回路基板の製作工程を示す断面図である。
【図８】電子部品組込み型印刷回路基板の製作工程を示す断面図である。
【図９】本発明の更に他の実施の形態による電子部品組込み型印刷回路基板の製造工程を
示す断面図である。
【図１０】電子部品組込み型印刷回路基板の製造工程を示す断面図である。
【図１１】電子部品組込み型印刷回路基板の製造工程を示す断面図である。
【図１２】電子部品組込み型印刷回路基板の製造工程を示す断面図である。
【図１３】電子部品組込み型印刷回路基板の製造工程を示す断面図である。
【符号の説明】
【００７８】
　１１０　絶縁層
　１１１　ホイル
　１１２　ピット
　１１４　回路パターン
　１２０　電子部品
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　１３０　金属シード層
　１４０　メッキ層
　１５０　ソルダーレジスト層
　１６０　ソルダーボール
　１７０　伝導性ペースト層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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